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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気デバイス（２０）内の絶縁流体に熱的に結合されるように構成された熱伝達体（８
）と、
　周囲温度センサ（４）と、
　　前記熱伝達体（８）および前記周囲温度センサ（４）に結合され、かつ
　　前記周囲温度センサ（４）から前記電気デバイス（２０）の外部環境に関する温度指
標を取得し、
　　前記温度指標に基づいて前記絶縁流体の温度限度を決定し、
　　前記熱伝達体（８）の温度に対する目標温度を示す基準温度を決定し、
　　前記熱伝達体（８）の温度を修正して、前記基準温度に基づいて前記絶縁流体の温度
を調節する、
　ように構成された制御システム（６）と、
を備え、
　前記基準温度を、前記温度限度と前記電気デバイス（２０）の外部環境に関する温度指
標に基づいて、前記温度限度内で変更し、該変更に対して前記熱伝達体（８）に供給する
電力を段階的に応答させることにより、前記熱伝達体（８）に供給する電力を段階的に増
大させる、
熱伝達体温度変更システム（２）。
【請求項２】
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　前記電気デバイス（２０）が変圧器を含む、請求項１に記載の熱伝達体温度変更システ
ム（２）。
【請求項３】
　前記絶縁流体が油を含む、請求項２に記載の熱伝達体温度変更システム（２）。
【請求項４】
　前記電気デバイス（２０）がサーキットブレーカである、請求項１から３のいずれかに
記載の熱伝達体温度変更システム（２）。
【請求項５】
　前記制御システム（６）が、前記絶縁流体の温度の変更量を判定するように構成されて
いる、請求項１から４のいずれかに記載の熱伝達体温度変更システム（２）。
【請求項６】
　前記制御システム（６）が、前記周囲温度センサ（４）からの前記温度指標に基づいて
前記絶縁流体の前記温度の変更量を判定する、請求項５に記載の熱伝達体温度変更システ
ム（２）。
【請求項７】
　絶縁流体を含むハウジング（２２）と、
　前記ハウジング（２２）の外部の温度の指標を取得するように構成された周囲温度セン
サ（４）と、
　電気デバイス（２０）内の絶縁流体に熱的に結合するように構成された熱伝達体（８）
と、
　　前記熱伝達体（８）および前記周囲温度センサ（４）に結合され、かつ
　　前記周囲温度センサ（４）から前記電気デバイス（２０）の外部環境に関する温度指
標を取得し、
　　前記温度指標に基づいて前記絶縁流体の温度限度を決定し、
　　前記熱伝達体（８）の温度に対する目標温度を示す基準温度を決定し、
　　前記熱伝達体（８）の温度を修正して、前記基準温度に基づいて前記絶縁流体の温度
を調節する、
　ように構成された制御システム（６）と、
を備え、
　前記基準温度を、前記温度限度と前記電気デバイス（２０）の外部環境に関する温度指
標に基づいて、前記温度限度内で変更し、該変更に対して前記熱伝達体（８）に供給する
電力を段階的に応答させることにより、前記熱伝達体（８）に供給する電力を段階的に増
大させる、
電気デバイス（２０）。
【請求項８】
　前記電気デバイス（２０）が変圧器を含む、請求項７に記載の電気デバイス。
【請求項９】
　前記電気デバイス（２０）がサーキットブレーカである、請求項７または８に記載の電
気デバイス。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示される主題は、熱伝達体のための温度変更システムに関する。詳細には
、本明細書で開示される主題は、電気システム内の温度変更流体（例えば、油）に流体接
続された熱伝達体の温度を調節するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電気システムまたはデバイス（例えば、変圧器、サーキットブレーカなど）には
、絶縁物質として誘電性流体（例えば、油）を使用するものがある。これらのシステムま
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たはデバイスの１つに障害または故障がある場合、絶縁流体内に１つまたは複数の気体が
生成される可能性がある。これは、デバイスが非常に高い温度で動作している場合、また
はデバイス内で放電が発生している場合に起こる可能性がある。
【０００３】
　これらの従来の電気システムおよびデバイスの中には、温度勾配によってこの絶縁流体
の循環を引き起こすものがある。これらのシステムおよびデバイスは、流体ポケット内の
温度を調整（または調節）し、それによってポケット内の流体とデバイス内の流体との間
の温度勾配を確立することにより、デバイス内のエリアとそれに接続された流体ポケット
との間の流体の流れを引き起こす。しかし、これらの従来の電気システムおよびデバイス
は、流体の温度を効果的に調節しない。
【発明の概要】
【０００４】
　熱伝達体温度変更システムが開示される。一実施形態では、システムは、電気デバイス
内の絶縁流体に熱的に結合するように構成された熱伝達体と、周囲温度センサと、熱伝達
体および周囲温度センサに結合され、周囲温度センサからの温度指標に基づいて熱伝達体
に電気デバイス内の絶縁流体の温度を調節するように指令する制御システムとを含む。
【０００５】
　本発明の第１の態様は、電気デバイス内の絶縁流体に熱的に結合するように構成された
熱伝達体と、周囲温度センサと、熱伝達体および周囲温度センサに結合され、周囲温度セ
ンサからの温度指標に基づいて熱伝達体に電気デバイス内の絶縁流体の温度を調節するよ
うに指令する制御システムとを有する熱伝達体温度変更システムを含む。
【０００６】
　本発明の第２の態様は、絶縁流体を含むハウジングと、ハウジングの外部の温度の指標
を取得するように構成された周囲温度センサと、電気デバイス内の絶縁流体に熱的に結合
するように構成された熱伝達体と、熱伝達体および周囲温度センサに結合され、周囲温度
センサからの指標に基づいて熱伝達体に電気デバイス内の絶縁流体の温度を調節するよう
に指令する制御システムとを有する電気デバイスを含む。
【０００７】
　本発明の第３の態様は、電気デバイスの外部の場所に関する周囲温度指標を取得するこ
と、周囲温度指標を設定された温度設定のセットと比較すること、設定された温度設定の
セット内の少なくとも１つの温度設定が変更を必要とするかどうかを判定すること、およ
び、設定された温度設定のセット内の少なくとも１つの温度設定が変更を必要とすること
に応答して電気デバイスに熱的に接続された熱伝達体の温度を変更するための命令を提供
することを含むプロセスを実行するように構成された少なくとも１つのコンピューティン
グデバイスを有する熱伝達体温度変更システムを含む。
【０００８】
　本発明のこれらのおよび他の特徴は、本発明の様々な実施形態を図示する添付の図面に
関連して行われる本発明の様々な態様の以下の詳細な説明からより容易に理解されるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の諸実施形態による熱伝達体温度変更システムの概略図である。
【図２】本発明の諸実施形態による電気デバイスの概略図である。
【図３】本発明の諸実施形態による熱伝達体温度変更システムを含む環境を示す図である
。
【００１０】
　本発明の諸図面は、必ずしも原寸に比例していないことに留意されたい。諸図面は、本
発明の典型的な態様を図示することのみを意図するものであり、したがって、本発明の範
囲を限定するとみなされるべきではない。諸図面では、同様の番号付けは諸図面間の同様
の要素を表す。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の諸態様は、熱伝達体温度変更システムに関する。具体的には、本明細書で開示
される主題は、電気システム内の温度変更流体に流体接続された熱伝達体の温度を変更す
る（または、調節する）システムに関する。
【００１２】
　本明細書に記載されているように、従来の電気システムまたはデバイス（例えば、変圧
器、サーキットブレーカなど）には、絶縁物質として誘電性流体（例えば、油）を使用す
るものがある。これらのシステムまたはデバイスの１つに障害または故障がある場合、絶
縁流体内に１つまたは複数の気体が生成される可能性がある。これは、デバイスが非常に
高い温度で動作している場合、またはデバイス内で放電が発生している場合に起こる可能
性がある。
【００１３】
　これらの従来の電気システムおよびデバイスの中には、熱誘導によってこの絶縁流体の
循環を引き起こすものがある。これらのシステムおよびデバイスは、流体ポケット内の温
度を調整（または調節）し、それによってポケット内の流体とデバイス内の流体との間の
温度勾配を確立することにより、デバイス内のエリアとそれに接続された流体ポケットと
の間の流体の流れを引き起こす。
【００１４】
　しかし、これらの従来の電気システムおよびデバイスは、流体の温度を効果的に調節し
ない。従来のシステムは、２つの予め定められた温度パラメータ、それぞれＴ１とＴ２の
間で流体ポケット内の流体と熱連通する熱伝達体の温度を調節（または調整）する。電気
デバイスは、極端な周囲温度（例えば、摂氏－７０度）にさらされる可能性があるので、
発熱体は、予め設定された温度間で流体ポケット温度を調節するのに十分大きくなければ
ならない。発熱体のサイズは、デバイスのサイズを、その所望の設計サイズに比べて必要
以上に大きいものにする可能性があり、さらに、デバイスを含むシステムのサイズ設定を
困難にする可能性がある。さらに、これらのデバイスのサイズは世代を経るにつれて小さ
くなり、絶縁流体を移動させるために利用可能な電力量が削減される。従来の手法は、デ
バイスの設計においてこの削減された電力供給に効果的に対応することができない。
【００１５】
　これらの従来のデバイスとは対照的に、本発明の諸態様は、熱伝達体（したがって、絶
縁流体）のための基準温度を算出するために使用される基準温度を動的に調節するために
、制御システムと一対にされた周囲温度計（例えば温度センサ）を有するシステムを含む
。このシステムは、従来のデバイスと比べて、より小さい発熱体（および同様に、低減さ
れた加熱電力）に対応することができる。
【００１６】
　本明細書に記載されているように、本発明の諸態様は、周囲温度センサと、周囲温度セ
ンサに結合された制御システムと、制御システムに結合され、電気デバイス内の絶縁流体
の温度を調節するように構成された熱伝達体とを有する熱伝達体温度変更システムを含む
。
【００１７】
　本発明の第２の態様は、絶縁流体を含むハウジングと、ハウジングの外部の温度の指標
を取得するように構成された周囲温度センサと、周囲温度センサに結合された制御システ
ムと、制御システムおよび絶縁流体に結合され、周囲温度センサからの指標に基づいて絶
縁流体の温度を調節するように構成された熱伝達体とを有する電気デバイスを含む。
【００１８】
　本発明の第３の態様は、電気デバイスの外部の場所に関する周囲温度指標を取得し、周
囲温度指標を設定された温度設定のセットと比較し、設定された温度設定のセット内の少
なくとも１つの温度設定が変更を必要とするかどうかを判定し、設定された温度設定のセ
ット内の少なくとも１つの温度設定が変更を必要とすることに応答して電気デバイスに熱
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的に接続された熱伝達体の温度を変更するための命令を提供するように構成された少なく
とも１つのコンピューティングデバイスを有する熱伝達体温度変更システムを含む。
【００１９】
　図１を参照すると、本発明の諸実施形態による熱伝達体温度変更システム２の概略図が
示されている。図示されているように、熱伝達体温度変更システム（または変更システム
）２は、周囲温度センサ４（いくつかの実施形態に含まれている破線で示されている）と
、周囲温度センサ４に結合された制御システム６と、制御システム６に結合された熱伝達
体（またはＨＴＥ）８とを含むことができる。本明細書にさらに記載されているように、
熱伝達体８は、電気デバイス２０（例えば、変圧器、サーキットブレーカなど）内の絶縁
流体の温度を調節するように構成されてもよい。
【００２０】
　やはり図１に例示されているように、制御システム６は、電気デバイス内の絶縁流体の
温度の変更（または調整）量を判定するように構成された制御ロジック１０を含むことが
できる。いくつかの実施形態では、制御システム６（制御ロジック１０を含む）は、周囲
温度センサ４から取得された温度測定値に基づいて絶縁流体の温度の変更量を判定する。
絶縁流体の温度の調節は、絶縁流体に流体接続されているＨＴＥ８の温度を調節すること
によって実行され得る。図１に示されているように、周囲センサ４は、電気デバイスの外
部の環境（例えば周囲の温度）に関する温度指標（例えば読取値または測定値）を提供す
ることができる。制御システム６は、その温度指標を取得し、その指標を取得することに
応答して温度パラメータ（例えば限度）を動的に算出することができる。一実施形態では
、これらの限度は、データオブジェクトO１として示されている高い温度パラメータおよ
び低い温度パラメータ、例えばＴ１（低い）およびＴ２（高い）とすることができる。こ
れらの温度パラメータ（O１）を使用して、制御システム６は、次いで、ＨＴＥ８のため
の目標温度として使用される基準温度（データオブジェクトO２）を算出することができ
る。本明細書に記載されているように、基準温度（データオブジェクトO２）は、いくつ
かの場合にユーザ設定可能ではなく、周囲センサ４からの温度指標ならびに高い温度パラ
メータおよび低い温度パラメータ（例えばオブジェクトO１）の関数として算出される。
ある場合には、基準温度（データオブジェクトO２）は、周囲センサ４からの測定された
周囲温度から約摂氏１０～１５度の目標で設定されてもよい。さらに、ある場合には、基
準温度は、約摂氏１０度の範囲を含むことができる。
【００２１】
　制御システム６は（例えば、制御ロジック１０によって）、ＨＴＥ８の温度を変更する
ために必要とされる電力量を判定し、それに応じて電源１１を変更するための命令を送信
することができる。電源１１は、任意の従来の電源構成要素でよく、制御システム６の中
に配置されてもよく、または制御システム６の外に配置されてもよい。周囲センサ４にお
ける温度の監視および電源１１の調節は、連続して実行されてもよく、間をおいて（例え
ば、１時間おきに）実行されてもよいことがさらに理解される。
【００２２】
　本明細書にさらに記載されているように、ＨＴＥ８は、電気デバイス内の絶縁流体に流
体接続された流体ポケット（流体ポケット２８、図２）と接続されてもよい。ＨＴＥ８の
温度を変更することはまた、流体ポケットの温度を変更することになり、それによって、
温度勾配によって電気デバイスを通して絶縁流体の流れを引き起こす。図１はまた、ＨＴ
Ｅ８の温度に関して（例えば、ＨＴＥ８の出力温度読取値によって）フィードバックを提
供するための出力温度センサ１２を例示する。出力温度センサ１２は、ＨＴＥ８の測定さ
れた出力温度に対するフィードバックを提供し、次いで、ＨＴＥ８の測定された出力温度
は、ＨＴＥ８の出力温度が算出された基準温度（オブジェクトO２）からはずれている場
合、制御ロジック１０によってさらに変更される。
【００２３】
　図２を参照すると、本発明の諸実施形態による電気デバイス２０の概略図が示されてい
る。一実施形態では、電気デバイス２０は、絶縁流体（例えば油）を含むハウジング２２
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を含むことができ、この流体は導管２４内に示されている。ハウジング２２は、導管２４
を含むように図示されているが、ハウジングは、電気デバイス２０の中に絶縁流体および
１つまたは複数の絶縁構成要素を包含することができる任意の形を取ってもよいことを理
解されたい。いくつかの実施形態では、電気デバイス２０は、従来の変圧器またはサーキ
ットブレーカの１つまたは複数を含むことができる。
【００２４】
　図示されているように、電気デバイス２０は、ハウジング２２の少なくとも部分的に外
部に固定および／または配置されてもよい周囲温度センサ（例えば、図１に関連して説明
された周囲センサ４）をさらに含むことができる。すなわち、周囲センサ４は、周囲の空
気２６に接触するために電気デバイス２０のハウジング２２を越えて伸びる少なくとも一
部分を含むことができる。この周囲センサ４は、周囲の空気２６の温度を連続して監視し
、制御システム６に連続したフィードバックを提供することができる。図１に関連して説
明されたように、制御システム６は、周囲センサ４から（例えば、ハードワイヤード結合
および／または無線結合を介して）温度指標（例えば、読取値または測定値）を取得し、
ＨＴＥ８に対する電源１１を変更するための命令を生成することができる。ＨＴＥ８は、
ハードワイヤード結合および／または無線結合を介して制御システム６に結合されてもよ
く、ＨＴＥ８は、流体ポケット２８内の流体の温度の変更によってハウジング２２内の絶
縁流体の温度を調節するように構成されてもよい。本明細書に記載の構成要素間の結合は
、無線および／またはハードワイヤード手段によることができ、場合によっては、事実上
相互のわきに図示されている構成要素は、相互に関して遠く離れて配置されてもよいこと
を理解されたい。例えば、周囲センサ４、制御システム６、ＨＴＥ８、電源１１および／
または電気デバイス２０は、物理的に接続されてもよく、場合によってはリモート手段を
介して接続されてもよい。
【００２５】
　流体ポケット２８内の流体は、（ＨＴＥ８に供給される電力を変更することにより）加
熱または冷却されるので、導管２４を通る流体の流れが誘導され、その流体はポケット２
８内を循環して戻る。この再循環した流体は、次いで、ＨＴＥ８によって（加熱の場合）
加熱されてもよく、電気デバイス２０内の流体の流れおよび熱伝達をさらに容易にする。
【００２６】
　従来の手法とは対照的に、本発明の諸態様は、制御システム６を介して周囲の温度変化
にリアルタイムに応答することができるより小さい電源（例えば電源１１）に対応するこ
とができる。算出された基準温度（オブジェクトO２、図１）が可変である場合、本明細
書に記載の変更システム２の場合と同様に、電源１１は、温度の変更に対して段階的に応
答することができ、それによって、所与の時点において必要とする電力出力が少なくなる
。例えば、周囲温度（例えば、周囲の空気２６、図２）が約摂氏－７０度より低く冷却し
た場合、制御システム６（周囲センサ４に結合された）は、温度の低下を連続して監視し
、段階的にＨＴＥ８に供給される電力を増大することができる。それとは対照的に、従来
の手法（固定基準温度を使用する）は、絶縁流体が冷却し、望み通りに循環していないと
判定した後に、ＨＴＥに供給される電力を劇的に増大しなければならない。これは、本発
明の諸態様において利用される電源１１と比べてかなり大きい電源を必要とする。例えば
、本発明のいくつかの実施形態では、電源は、従来の手法と比べて約３３パーセント低減
され得る（例えば、必要とされる最大電力を約３００ワットから約２００ワットに低減す
る）。
【００２７】
　当業者には理解されるであろうように、本明細書に記載の変更システムは、システム（
１つまたは複数）、方法（１つまたは複数）、またはコンピュータプログラム製品（１つ
または複数）として、例えば変更システムの一部分として実施されてもよい。したがって
、本発明の諸実施形態は、全体にハードウェア実施形態、全体にソフトウェア実施形態（
ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコードなどを含む）、または本明細書では
すべて、一般に、「回路」、「モジュール」、または「システム」と呼ばれてもよいソフ
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トウェア態様およびハードウェア態様を組み合わせた実施形態の形を取ってもよい。さら
に、本発明は、媒体に組み込まれたコンピュータ使用可能プログラムコードを有する表現
の、任意の有形媒体に組み込まれたコンピュータプログラム製品の形を取ってもよい。
【００２８】
　１つまたは複数のコンピュータ使用可能媒体またはコンピュータ可読媒体の任意の組合
せが利用され得る。コンピュータ使用可能媒体またはコンピュータ可読媒体は、例えば、
電子、磁気、光、電磁、赤外線、または半導体システム、装置もしくはデバイスとするこ
とができるが、それらに限定されない。コンピュータ可読媒体のより具体的な例（非網羅
的リスト）には、下記のもの、すなわち、１つまたは複数のワイヤを有する電気的接続、
ポータブルコンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（ＥＰＲ
ＯＭもしくはフラッシュメモリ）、光ファイバ、ポータブルコンパクトディスク読出し専
用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光記憶装置、インターネットもしくはイントラネットをサポ
ートするものなどの伝送媒体、または磁気記憶装置などがある。プログラムは、例えば、
紙または他の媒体を光学的にスキャンすることにより電子的にキャプチャし、次いで、必
要な場合、コンパイルし、インタープリットし、または他の方法で適切に処理し、次いで
、コンピュータメモリに記憶することができるので、コンピュータ使用可能媒体またはコ
ンピュータ可読媒体は、プログラムを印刷することができる紙または他の適切な媒体でも
よいことに留意されたい。本明細書の文脈では、コンピュータ使用可能媒体またはコンピ
ュータ可読媒体は、命令実行システム、装置もしくはデバイスによって、またはそれらと
通信して使用するために、プログラムを包含、記憶、伝達、または転送することができる
任意の媒体とすることができる。コンピュータ使用可能媒体は、搬送波のベースバンドに
または一部分として、コンピュータ使用可能プログラムコードが組み込まれている伝搬さ
れたデータ信号を含むことができる。コンピュータ使用可能プログラムコードは、無線、
有線、光ファイバケーブル、ＲＦなどを含むがそれらに限定されない任意の適切な媒体を
使用して送信され得る。
【００２９】
　本発明の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ（商標）、
Ｍａｇｉｋ、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などのオブジェクト指向プログラミング言語、
および「Ｃ」プログラミング言語または同様のプログラミング言語などの従来の手続き型
プログラミング言語を含めて、１つまたは複数プログラミング言語の任意の組合せで書く
ことができる。プログラムコードは、全体的にユーザのコンピュータ上で、部分的にユー
ザのコンピュータ上で、スタンドアロンソフトウェアパッケージとして、および部分的に
リモートコンピュータ上で、または全体的にリモートコンピュータもしくはサーバ上で実
行することができる。後者のシナリオでは、リモートコンピュータは、ローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）または広域ネットワーク（ＷＡＮ）を含めて任意のタイプのネット
ワークを介してユーザのコンピュータに接続されてもよく、または、この接続は、（例え
ば、インターネットサービスプロバイダを使用してインターネットを介して）外部のコン
ピュータに行われてもよい。
【００３０】
　本発明の諸実施形態は、本明細書では、本発明の諸実施形態による方法、装置（システ
ム）およびコンピュータプログラム製品のデータフロー図および／またはブロック図に関
連して説明される。データフロー図および／またはブロック図の各ブロック、ならびに流
れ図および／またはブロック図におけるブロックの組合せは、コンピュータプログラム命
令によって実行され得ることが理解されるであろう。これらのコンピュータプログラム命
令は、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサを介して実行
する命令が流れ図および／またはブロック図の１つまたは複数のブロックに明記されてい
る機能／動作を実行するための手段を創出するように、汎用コンピュータ、専用コンピュ
ータ、または他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサに提供され、機械を作り出
すことができる。
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【００３１】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ可読媒体に記憶されている
命令が流れ図および／またはブロック図の１つまたは複数のブロックに明記されている機
能／動作を実行する命令手段を含む製品を作り出すように特定の方法で機能するようにコ
ンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理装置に指令することができるコンピュー
タ可読媒体に記憶されてもよい。
【００３２】
　コンピュータプログラム命令はまた、一連の動作ステップがコンピュータまたは他のプ
ログラマブル装置上で実行されるようにして、コンピュータまたは他のプログラマブル装
置上で実行する命令が、流れ図および／またはブロック図の１つまたは複数のブロックに
明記されている機能／動作を実行するためのプロセスを提供するようなコンピュータで実
行されるプロセスを生成するために、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理
装置上にロードされてもよい。
【００３３】
　図３を参照すると、本発明の諸実施形態による変更システム２を含む例示的環境９０が
示されている。環境９０は、本明細書に記載の様々なプロセスを実行することができるコ
ンピュータインフラストラクチャ１０２を含む。具体的には、コンピュータインフラスト
ラクチャ１０２は、コンピューティングデバイス１０４が本開示のプロセスステップを実
行することにより電気デバイス（例えば電気デバイス２０）内の絶縁流体の温度を調節す
ることができるようにする変更システム２を備えるコンピューティングデバイス１０４を
含んで示されている。
【００３４】
　コンピューティングデバイス１０４は、メモリ１１２、プロセッサ（ＰＵ）１１４、入
力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１１６、およびバス１１８を含んで示されている。
さらに、コンピューティングデバイス１０４は、外部のＩ／Ｏデバイス／資源１２０およ
びストレージシステム１２２と通信して示されている。当技術分野では知られているよう
に、一般に、プロセッサ１１４は、メモリ１１２および／またはストレージシステム１２
２に記憶されている変更システム２などのコンピュータプログラムコードを実行する。コ
ンピュータプログラムコードを実行しながら、プロセッサ１１４は、周囲温度データ１３
０、算出された温度データ１３４および／または出力温度データ１３６などのデータを、
メモリ１１２、ストレージシステム１２２、および／またはＩ／Ｏインターフェース１１
６から読み出す、および／またはそれらに書き込むことができる。バス１１８は、コンピ
ューティングデバイス１０４内の各構成要素間の通信リンクを提供する。Ｉ／Ｏデバイス
１２０は、ユーザがコンピューティングデバイス１０４と対話することができるようにす
る任意のデバイス、またはコンピューティングデバイス１０４が１つまたは複数の他のコ
ンピューティングデバイスと通信することができるようにする任意のデバイスを備えても
よい。入力／出力デバイス（キーボード、ディスプレイ、ポインティングデバイスなどを
含むがそれらに限定されない）は、システムに直接または介入Ｉ／Ｏコントローラを通し
て結合され得る。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、図３に示されているように、環境９０は、コンピューティン
グデバイス１０４を通して（例えば、無線またはハードワイヤード手段を介して）変更シ
ステム２に動作可能に接続された周囲センサ４、電源１１および／または電気デバイス２
０を適宜含むことができる。変更システム２は、周囲センサ４、電源１１および／または
電気デバイス２０からデータをそれぞれ送信および受信するための従来の送信機および受
信機をさらに含むことができることを理解されたい。
【００３６】
　いずれにしても、コンピューティングデバイス１０４は、ユーザ（例えば、パーソナル
コンピュータ、サーバ、ハンドヘルドデバイスなど）によってインストールされたコンピ
ュータプログラムコードを実行することができる任意の汎用コンピューティング製品を備
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えてもよい。しかし、コンピューティングデバイス１０４および変更システム２は、本開
示の様々なプロセスステップを実行することができる様々な可能な同等のコンピューティ
ングデバイスを表すのみであることを理解されたい。したがって、他の実施形態では、コ
ンピューティングデバイス１０４は、特定の機能を実行するためのハードウェアおよび／
またはコンピュータプログラムコードを備えた任意の専用コンピューティング製品、専用
および汎用ハードウェア／ソフトウェアの組合せなどを備えた任意のコンピューティング
製品を備えてもよい。それぞれの場合において、プログラムコードおよびハードウェアは
、それぞれ標準的なプログラミングおよびエンジニアリング技法を使用して作成され得る
。
【００３７】
　同様に、コンピュータインフラストラクチャ１０２は、本開示を実施するための様々な
タイプのコンピュータインフラストラクチャを例示するのみである。例えば、一実施形態
では、コンピュータインフラストラクチャ１０２は、本開示の様々なプロセスステップを
実行するために、ネットワーク、共用メモリなどの任意のタイプの有線および／または無
線通信リンクを介して通信する２つ以上のコンピューティングデバイス（例えば、サーバ
クラスタ）を備える。通信リンクがネットワークを備える場合、ネットワークは、１つま
たは複数のタイプのネットワーク（例えば、インターネット、広域ネットワーク、ローカ
ルエリアネットワーク、バーチャルプライベートネットワークなど）の任意の組合せを備
えてもよい。ネットワークアダプタがシステムに結合されて、データ処理システムが介入
プライベートネットワークまたはパブリックネットワークを通して他のデータ処理システ
ムまたはリモートプリンタもしくは記憶装置に結合されるようになることができるように
することもできる。モデムカード、ケーブルモデムカードおよびイーサネット（商標）カ
ードは、ほんの少しの現在利用可能なタイプのネットワークアダプタである。それとは関
係なく、コンピューティングデバイス間の通信は、様々なタイプの伝送技法の任意の組合
せを利用することができる。
【００３８】
　前述のように、および以下で議論されるように、変更システム２は、コンピュータイン
フラストラクチャ１０２が、とりわけ本明細書に記載の温度変更機能を実行することがで
きるようにするという技術的効果を有する。図３に示されている様々な構成要素のうちの
いくつかは、独立して実装されても、組合されても、および／またはコンピュータインフ
ラストラクチャ１０２に含まれている１つまたは複数の別々のコンピューティングデバイ
スのためのメモリに記憶されてもよいことを理解されたい。さらに、構成要素および／ま
たは機能のいくつかは実装されなくてもよく、追加のスキーマおよび／または機能が環境
９０の一部分として含まれてもよいことを理解されたい。
【００３９】
　本明細書で使用される専門用語は、特定の実施形態を記述するにすぎず、本開示を限定
するものではない。本明細書で使用される場合、単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ
」は、文脈により別段明確に示されない限り、複数形をも含むものとする。用語「ｃｏｍ
ｐｒｉｓｅｓ（備える、含む）」および／または「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（備える、含む
）」は、本明細書で使用される場合、記載の特徴、整数、ステップ、動作、要素、および
／または構成要素の存在を明記するが、１つまたは複数の他の特徴、整数、ステップ、動
作、要素、構成要素、および／またはそれらのグループの存在または追加を排除しないこ
とがさらに理解されるであろう。
【００４０】
　本書は、最良の形態を含めて本発明を開示するために、また、当業者なら誰でも、任意
のデバイスまたはシステムを作成し使用すること、および任意の組み込まれた方法を実施
することを含めて、本発明を実施することができるようにするために例を使用する。本発
明の特許性のある範囲は、特許請求の範囲によって定義され、当業者に思い付く他の例を
含むことができる。そのような他の例は、特許請求の範囲の文言と異ならない構造要素を
有する場合、または特許請求の範囲の文言と事実上異ならない同等の構造要素を含む場合
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【符号の説明】
【００４１】
　２　熱伝達体温度変更システム
　４　周囲温度センサ
　６　制御システム
　８　熱伝達体（ＨＴＥ）
　１０　制御ロジック
　１１　電源
　１２　出力温度センサ
　２０　電気デバイス
　２２　ハウジング
　２４　導管
　２６　周囲の空気
　２８　流体ポケット
　９０　環境
　１０２　コンピュータインフラストラクチャ
　１０４　コンピューティングデバイス
　１１２　メモリ
　１１４　プロセッサ（ＰＵ）
　１１６　入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース
　１１８　バス
　１２０　Ｉ／Ｏデバイス／資源
　１２２　ストレージシステム
　１３０　周囲温度データ
　１３４　算出された温度データ
　１３６　出力温度データ
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